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氏 名 幸 田 吏 央 
（論文審査の結果の要旨） 
本論文は、多孔質シリコン電極中への金属電析反応における孔壁や溶質の水和特性の効果につい
ての研究成果をまとめたものであり、得られた主な成果は次のとおりである。 
 
１．ミクロ多孔質シリコンの孔内への白金の電析反応を調べた結果、以下の成果を得ている。 
（１）孔壁を疎水性に改質することにより孔内への電析が容易になることを見いだし、分子性流
体積分方程式論を使った計算と考えあわせて、疎水性の孔壁近傍への白金錯イオンの濃縮が電析
挙動を支配していることを明らかにしている。 
（２）白金錯イオンの濃度あるいは孔壁の水和特性を変化させると、ある閾値で孔内での白金析
出が急激に進行し始めることを見いだし、分子性流体積分方程式論を使った計算と考えあわせて、
ミクロ孔内での溶質の濃縮は相転移的な挙動を示すことを明らかにしている。 
（３）電析反応に直接関与しない共存カチオンが、ミクロ孔内では白金析出挙動に影響をおよぼ
すこと、特にサイズが大きく疎水性の高いカチオンが疎水性孔壁近傍で濃縮され、それにともな
って白金錯イオンも孔壁近傍で濃縮されることにより析出反応を促進することを明らかにしてい
る。 
 
２．疎水性の孔壁を持つミクロ多孔質シリコン孔内に亜鉛イオンが濃縮される現象を利用し、平
滑基板上ではデンドライト析出するような高い電流密度でもデンドライト析出を抑制し、孔を充
填するように亜鉛を析出させることに成功している。 
 
 
以上、本論文は、多孔質シリコン電極中への金属電析反応を孔充填との観点から実験的に調べ、
ミクロ孔内の孔壁の効果を理論解析で解明することで析出機構を詳細に調べた研究であり、学術
上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博士（工学）の学位論文として
価値あるものと認める。また、平成２７年２月２３日、論文内容とそれに関連した事
項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを
確認し、合格と認めた。 
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